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(57)【要約】
【課題】本発明は、電子部品内蔵基板の厚さ方向のサイ
ズを小型化することのできる電子部品内蔵基板、及び電
子部品内蔵基板の厚さ方向のサイズを小型化することが
できると共に、電子部品内蔵基板の製造時に反りが発生
することを防止することのできる電子部品内蔵基板の製
造方法を提供することを課題とする。
【解決手段】第１の配線パターン３７を有する第１の配
線基板１１と、第１の配線パターン３７に表面実装され
た第１の電子部品１４と、第２の配線パターン５１を有
し、第１の配線パターン３７が形成された側の第１の配
線基板１１と第２の配線パターン５１とが対向するよう
に配置された第２の配線基板１２と、第２の配線パター
ン５１に表面実装されると共に、第１の電子部品１４と
対向するように配置された第２の電子部品１５と、第１
の配線基板１１と第２の配線基板１２との間を封止する
樹脂部材１６と、を設けた。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線基板本体及び該第１の配線基板本体の第１の面に設けられた第１の配線パタ
ーンを有する第１の配線基板と、
　前記第１の配線パターンに表面実装された第１の電子部品と、
　第２の配線基板本体及び該第２の配線基板本体の第１の面に設けられた第２の配線パタ
ーンを有し、前記第１の配線基板本体の第１の面と前記第２の配線基板本体の第１の面と
が対向するように、前記第１の配線基板の下方に配置された第２の配線基板と、
　前記第２の配線パターンに表面実装されると共に、前記第１の電子部品と対向するよう
に配置された第２の電子部品と、
　前記第１の電子部品が接続された前記第１の配線基板と、前記第２の電子部品が接続さ
れた前記第２の配線基板との間を封止する樹脂部材と、を有することを特徴とする電子部
品内蔵基板。
【請求項２】
　前記第１の電子部品と前記第２の電子部品との間に設けられた部分の前記樹脂部材は、
樹脂であることを特徴とする請求項１記載の電子部品内蔵基板。
【請求項３】
　前記樹脂部材は、完全に硬化しており、半硬化状態とされた前記樹脂部材の母材は、前
記第１及び第２の電子部品の配設領域に対応する部分に前記第１及び第２の電子部品を収
容する第１の貫通部を有したプリプレグ樹脂であることを特徴とする請求項１または２記
載の電子部品内蔵基板。
【請求項４】
　前記第１の電子部品と前記第１の配線基板との隙間を充填する第１のアンダーフィル樹
脂と、前記第２の電子部品と前記第２の配線基板との隙間を充填する第２のアンダーフィ
ル樹脂とを設けたことを特徴とする請求項１ないし３のうち、いずれか１項記載の電子部
品内蔵基板。
【請求項５】
　前記第２の電子部品と対向する部分の前記第１の電子部品の面の面積が、前記第１の電
子部品と対向する部分の前記第２の電子部品の面の面積よりも大きい場合、前記第１の電
子部品と対向するように、複数の前記第２の電子部品を配置することを特徴とする請求項
１ないし４のうち、いずれか１項記載の電子部品内蔵基板。
【請求項６】
　前記第１の電子部品と対向する部分の前記第２の電子部品の面の面積が、前記第２の電
子部品と対向する部分の前記第１の電子部品の面の面積よりも大きい場合、前記第２の電
子部品と対向するように、複数の前記第１の電子部品を配置することを特徴とする請求項
１ないし４のうち、いずれか１項記載の電子部品内蔵基板。
【請求項７】
　前記第１の配線基板は、前記第１の配線基板本体の第１の面とは反対側に位置する前記
第１の配線基板本体の第２の面に、第１の外部接続端子が接続される第３の配線パターン
を有し、
　前記第２の配線基板は、前記第２の配線基板本体の第１の面とは反対側に位置する前記
第２の配線基板本体の第２の面に、第２の外部接続端子が接続される第４の配線パターン
を有し、
　前記樹脂部材の母材は、前記第１の配線パターンと前記第２の配線パターンとが対向す
る部分に前記第１の配線パターンの一部と前記第２の配線パターンの一部とを露出する第
２の貫通部を有しており、
　前記第２の貫通部の形成領域に対応する部分の前記第１の配線パターンに、前記第２の
貫通部に収容される第１の導電性ボールを設け、前記第２の貫通部の形成領域に対応する
部分の前記第２の配線パターンに、前記第２の貫通部に収容される第２の導電性ボールを
設けると共に、前記第１の導電性ボールと前記第２の導電性ボールとを接触させたことを
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特徴とする請求項１ないし６のうち、いずれか１項記載の電子部品内蔵基板。
【請求項８】
　前記第１の配線基板本体に、前記第１の配線パターンと前記第３の配線パターンとを電
気的に接続する配線パターンを設けると共に、
　前記第２の配線基板本体に、前記第２の配線パターンと前記第４の配線パターンとを電
気的に接続する配線パターンを設けたことを特徴とする請求項７記載の電子部品内蔵基板
。
【請求項９】
　前記第１の配線基板は、前記第１の配線基板本体の第１の面とは反対側に位置する前記
第１の配線基板本体の第２の面に、第１の外部接続端子が接続される第３の配線パターン
を有し、
　前記第２の配線基板は、前記第２の配線基板本体の第１の面とは反対側に位置する前記
第２の配線基板本体の第２の面に、第２の外部接続端子が接続される第４の配線パターン
を有しており、
　前記第１の配線基板本体、前記樹脂部材、及び前記第２の配線基板本体を貫通すると共
に、前記第１乃至第４の配線パターンと接続された貫通電極を設けたことを特徴とする請
求項１ないし６のうち、いずれか１項記載の電子部品内蔵基板。
【請求項１０】
　第１の配線基板本体及び該第１の配線基板本体の第１の面に設けられた第１の配線パタ
ーンを備えた第１の配線基板を形成する第１の配線基板形成工程と、
　前記第１の配線パターンに第１の電子部品を表面実装する第１の電子部品実装工程と、
　第２の配線基板本体及び該第２の配線基板本体の第１の面に設けられた第２の配線パタ
ーンを備えた第２の配線基板を形成する第２の配線基板形成工程と、
　前記第２の配線パターンに第２の電子部品を表面実装する第２の電子部品実装工程と、
　板状とされ、前記第１及び第２の電子部品が収容される第１の貫通部を有すると共に、
半硬化状態とされた樹脂部材を形成する樹脂部材形成工程と、
　前記第１の貫通部に、前記第１の配線基板に表面実装された前記第１の電子部品と前記
第２の配線基板に表面実装された前記第２の電子部品とを挿入して、前記第１の電子部品
及び前記第２の電子部品を対向配置させることにより、前記第１の電子部品が表面実装さ
れた第１の配線基板と、前記半硬化状態とされた樹脂部材と、前記第２の電子部品が表面
実装された第２の配線基板とが積層された積層体を形成する積層体形成工程と、
　前記積層体を加熱した状態でプレスして、前記半硬化状態とされた樹脂部材を完全に硬
化させることにより、前記第１の電子部品が表面実装された前記第１の配線基板と、前記
第２の電子部品が表面実装された前記第２の配線基板との間を封止する封止工程と、を含
むことを特徴とする電子部品内蔵基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１の配線基板形成工程では、前記第１の電子部品の実装領域以外に配置された部
分の前記第１の配線パターンに第１の導電性ボールを形成すると共に、前記第１の配線基
板本体の第１の面とは反対側に位置する前記第１の配線基板本体の第２の面に、第１の外
部接続端子が接続され、前記第１の配線パターンと電気的に接続された第３の配線パター
ンを形成し、
　前記第２の配線基板形成工程では、前記第２の電子部品の実装領域以外に配置された部
分の前記第２の配線パターンに、前記第１の導電性ボールと対向する第２の導電性ボール
を形成すると共に、前記第２の配線基板本体の第１の面とは反対側に位置する前記第２の
配線基板本体の第２の面に、第２の外部接続端子が接続され、前記第２の配線パターンと
電気的に接続される第４の配線パターンを形成し、
　前記樹脂部材形成工程では、前記第１の電子部品の実装領域以外に配置された部分の前
記第１の配線パターンと、前記第２の電子部品の実装領域以外に配置された部分の前記第
２の配線パターンとの間に位置する部分の前記半硬化状態とされた樹脂部材に、前記第１
及び第２の導電性ボールを収容する第２の貫通部を形成し、
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　前記封止工程では、前記プレスにより前記第１の導電性ボールと前記第２の導電性ボー
ルとを接触させると共に、完全に硬化した前記樹脂部材により前記第１の電子部品が表面
実装された第１の配線基板と、前記第２の電子部品が表面実装された第２の配線基板との
間を封止することを特徴とする請求項１０記載の電子部品内蔵基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記樹脂部材は、プリプレグ樹脂であり、
　前記封止工程において、前記第１の電子部品と前記第２の電子部品との間は、前記プリ
プレグ樹脂に含まれる樹脂により封止されることを特徴とする請求項１０または１１記載
の電子部品内蔵基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記積層体形成工程の前に、前記第１の電子部品と前記第１の配線基板との隙間を充填
する第１のアンダーフィル樹脂を形成する第１のアンダーフィル樹脂形成工程と、前記第
２の電子部品と前記第２の配線基板との隙間を充填する第２のアンダーフィル樹脂を形成
する第２のアンダーフィル樹脂形成工程と、を設けたことを特徴とする請求項１０ないし
１２のうち、いずれか１項記載の電子部品内蔵基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品内蔵基板及びその製造方法に関し、特に、複数の電子部品を内蔵し
た電子部品内蔵基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来の電子部品内蔵基板の断面図である。
【０００３】
　図１を参照するに、従来の電子部品内蔵基板２００は、コア基板２０１と、貫通ビア２
０２，２０３と、電子部品実装用パッド２０５，２０８と、パッド２０６，２０９，２２
１，２３１と、電子部品２１１，２１４と、アンダーフィル樹脂２１２，２１５と、樹脂
層２１７，２２２，２２８，２３２と、ビア２１８，２２９，２２３，２３４と、外部接
続用パッド２２５，２３５とを有する。
【０００４】
　貫通ビア２０２は、コア基板２０１を貫通するように形成されている。貫通ビア２０２
の上端は、コア基板２０１の上面２０１Ａに形成された電子部品実装用パッド２０５と接
続されており、貫通ビア２０２の下端は、コア基板２０１の下面２０１Ｂに形成された電
子部品実装用パッド２０８と接続されている。
【０００５】
　貫通ビア２０３は、コア基板２０１を貫通するように形成されている。貫通ビア２０３
の上端は、コア基板２０１の上面２０１Ａに形成されたパッド２０６と接続されており、
貫通ビア２０３の下端は、コア基板２０１の下面２０１Ｂに形成されたパッド２０９と接
続されている。
【０００６】
　電子部品実装用パッド２０５は、コア基板２０１の上面２０１Ａに設けられており、貫
通ビア２０２と接続されている。電子部品実装用パッド２０８は、コア基板２０１の下面
２０１Ｂに設けられており、貫通ビア２０２と接続されている。電子部品実装用パッド２
０５，２０８は、貫通ビア２０２を介して、電気的に接続されている。
【０００７】
　パッド２０６は、コア基板２０１の上面２０１Ａに形成されている。パッド２０９は、
コア基板２０１の下面２０１Ｂに形成されている。パッド２０９は、貫通ビア２０３を介
して、パッド２０６と電気的に接続されている。
【０００８】
　電子部品２１１は、電子部品実装用パッド２０５に対して表面実装されている。アンダ
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ーフィル樹脂２１２は、電子部品２１１と電子部品実装用パッド２０５が形成されたコア
基板２０１との隙間を充填するように配設されている。
【０００９】
　電子部品２１４は、電子部品実装用パッド２０８に対して表面実装されている。アンダ
ーフィル樹脂２１５は、電子部品２１４と電子部品実装用パッド２０８が形成されたコア
基板２０１との隙間を充填するように配設されている。
【００１０】
　樹脂層２１７は、電子部品２１１を覆うように、コア基板２０１の上面２０１Ａに設け
られている。ビア２１８は、パッド２０６上に配置された部分の樹脂層２１７を貫通する
ように設けられている。ビア２１８の下端は、パッド２０６と接続されている。パッド２
２１は、樹脂層２１７の上面２１７Ａに設けられており、ビア２１８の上端と接続されて
いる。
【００１１】
　樹脂層２２２は、パッド２２１を覆うように、樹脂層２１７の上面２１７Ａに設けられ
ている。ビア２２３は、パッド２２１上に配置された部分の樹脂層２２２を貫通するよう
に設けられている。ビア２２３の下端は、パッド２２１と接続されている。外部接続用パ
ッド２２５は、樹脂層２２２の上面２２２Ａに設けられており、ビア２２３の上端と接続
されている。
【００１２】
　樹脂層２２８は、電子部品２１４を覆うように、コア基板２０１の下面２０１Ｂに設け
られている。ビア２２９は、パッド２０９と対向する部分の樹脂層２２８を貫通するよう
に設けられている。ビア２２９の上端は、パッド２０９と接続されている。パッド２３１
は、樹脂層２２８の下面２２８Ａに設けられており、ビア２２９の下端と接続されている
。
【００１３】
　樹脂層２３２は、パッド２３１を覆うように、樹脂層２２８の下面２２８Ａに設けられ
ている。ビア２３４は、パッド２３１と対向する部分の樹脂層２３２を貫通するように設
けられている。ビア２３４の上端は、パッド２３１と接続されている。外部接続用パッド
２３５は、樹脂層２３２の下面２３２Ａに設けられており、ビア２３４の下端と接続され
ている。
【００１４】
　図２～図７は、従来の電子部品内蔵基板の製造工程を示す図である。図２～図７におい
て、従来の電子部品内蔵基板２００と同一構成部分には同一符号を付す。
【００１５】
　図２～図７を参照して、従来の電子部品内蔵基板２００の製造方法について説明する。
始めに、図２に示す工程では、周知の手法により、コア基板２０１に、貫通ビア２０２，
２０３、電子部品実装用パッド２０５，２０８、及びパッド２０６，２０９を形成する。
【００１６】
　次いで、図３に示す工程では、電子部品実装用パッド２０５に電子部品２１１を表面実
装し、その後、コア基板２０１と電子部品２１１との隙間を充填するアンダーフィル樹脂
２１２を形成する。
【００１７】
　次いで、図４に示す工程では、図３に示す構造体の上面側に、電子部品２１１を覆う樹
脂層２１７を形成する。具体的には、樹脂層２１７は、図３に示す構造体の上面側に半硬
化状態とされた樹脂フィルムを貼り付け、その後、図４に示す構造体全体を加熱して、樹
脂フィルムを完全に硬化させることで形成する。
【００１８】
　次いで、図５に示す工程では、電子部品実装用パッド２０８に電子部品２１４を表面実
装し、その後、コア基板２０１と電子部品２１４との隙間を充填するアンダーフィル樹脂
２１５を形成する。
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【００１９】
　次いで、図６に示す工程では、図５に示す構造体の下面側に、電子部品２１４を覆う樹
脂層２２８を形成する。具体的には、樹脂層２２８は、図５に示す構造体の下面側に半硬
化状態とされた樹脂フィルムを貼り付け、その後、図５に示す構造体全体を加熱して、樹
脂フィルムを完全に硬化させることで形成する。
【００２０】
　次いで、図７に示す工程では、ビルドアップ法により、パッド２２１，２３１、樹脂層
２１７，２２２，２２８，２３２、ビア２１８，２２９，２２３，２３４、及び外部接続
用パッド２２５，２３５を形成する。これにより、従来の電子部品内蔵基板２００が製造
される（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００８－２０５２９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、従来の電子部品内蔵基板２００では、電子部品内蔵基板２００の中心部
に、電子部品２１１，２１４を実装するためのコア基板２０１が必要となるため、電子部
品内蔵基板２００の厚さ方向のサイズを小型化することが困難であるという問題があった
。
【００２２】
　また、従来の電子部品内蔵基板２００の製造方法では、図４に示す工程において、コア
基板２０１の上面２０１Ａ側に形成された構造体と、コア基板２０１の下面２０１Ｂ側に
形成された構造体とが非対称の状態で、図４に示す構造体全体を加熱して、半硬化状態と
された樹脂フィルムを完全に硬化させることにより、樹脂層２１７を形成していた。その
ため、図４に示す構造体に反りが発生し、この反りが電子部品内蔵基板２００に残ってし
まうという問題があった。
【００２３】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、電子部品内蔵基板の厚さ
方向のサイズを小型化することのできる電子部品内蔵基板、及び電子部品内蔵基板の厚さ
方向のサイズを小型化することができると共に、電子部品内蔵基板の製造時における反り
の発生を防止することのできる電子部品内蔵基板の製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明の一観点によれば、第１の配線基板本体及び該第１の配線基板本体の第１の面に
設けられた第１の配線パターンを有する第１の配線基板と、前記第１の配線パターンに表
面実装された第１の電子部品と、第２の配線基板本体及び該第２の配線基板本体の第１の
面に設けられた第２の配線パターンを有し、前記第１の配線基板本体の第１の面と前記第
２の配線基板本体の第１の面とが対向するように、前記第１の配線基板の下方に配置され
た第２の配線基板と、前記第２の配線パターンに表面実装されると共に、前記第１の電子
部品と対向するように配置された第２の電子部品と、前記第１の電子部品が接続された前
記第１の配線基板と、前記第２の電子部品が接続された前記第２の配線基板との間を封止
する樹脂部材と、を有することを特徴とする電子部品内蔵基板が提供される。
【００２５】
　本発明によれば、第１の配線基板本体及び第１の配線基板本体の第１の面に設けられた
第１の配線パターンを有する第１の配線基板と、第１の配線パターンに表面実装された第
１の電子部品と、第２の配線基板本体及び第２の配線基板本体の第１の面に設けられた第
２の配線パターンを有し、第１の配線基板本体の第１の面と第２の配線基板本体の第１の
面とが対向するように、第１の配線基板の下方に配置された第２の配線基板と、第２の配
線パターンに表面実装されると共に、第１の電子部品と対向するように配置された第２の
電子部品と、第１の電子部品が接続された第１の配線基板と、第２の電子部品が接続され
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た第２の配線基板との間を封止する樹脂部材と、を有することにより、コア基板の両面に
実装された電子部品を内蔵する従来の電子部品内蔵基板と比較して、電子部品内蔵基板の
厚さ方向のサイズを小型化することができる。
【００２６】
　本発明の他の観点によれば、第１の配線基板本体及び該第１の配線基板本体の第１の面
に設けられた第１の配線パターンを備えた第１の配線基板を形成する第１の配線基板形成
工程と、前記第１の配線パターンに第１の電子部品を表面実装する第１の電子部品実装工
程と、第２の配線基板本体及び該第２の配線基板本体の第１の面に設けられた第２の配線
パターンを備えた第２の配線基板を形成する第２の配線基板形成工程と、前記第２の配線
パターンに第２の電子部品を表面実装する第２の電子部品実装工程と、板状とされ、前記
第１及び第２の電子部品が収容される第１の貫通部を有すると共に、半硬化状態とされた
樹脂部材を形成する樹脂部材形成工程と、前記第１の貫通部に、前記第１の配線基板に表
面実装された前記第１の電子部品と前記第２の配線基板に表面実装された前記第２の電子
部品とを挿入して、前記第１の電子部品及び前記第２の電子部品を対向配置させることに
より、前記第１の電子部品が表面実装された第１の配線基板と、前記半硬化状態とされた
樹脂部材と、前記第２の電子部品が表面実装された第２の配線基板とが積層された積層体
を形成する積層体形成工程と、前記積層体を加熱した状態でプレスして、前記半硬化状態
とされた樹脂部材を完全に硬化させることにより、前記第１の電子部品が表面実装された
前記第１の配線基板と、前記第２の電子部品が表面実装された前記第２の配線基板との間
を封止する封止工程と、を含むことを特徴とする電子部品内蔵基板の製造方法が提供され
る。
【００２７】
　本発明によれば、第１の配線基板本体及び第１の配線基板本体の第１の面に設けられた
第１の配線パターンを備えた第１の配線基板を形成し、第１の配線パターンに第１の電子
部品を表面実装し、第２の配線基板本体及び第２の配線基板本体の第１の面に設けられた
第２の配線パターンを備えた第２の配線基板を形成し、第２の配線パターンに第２の電子
部品を表面実装し、板状とされ、第１及び第２の電子部品が収容される第１の貫通部を有
すると共に、半硬化状態とされた樹脂部材を形成し、第１の貫通部に、第１の配線基板に
表面実装された第１の電子部品と第２の配線基板に表面実装された第２の電子部品とを挿
入して、第１の電子部品及び第２の電子部品を対向配置させることにより、第１の電子部
品が表面実装された第１の配線基板と、半硬化状態とされた樹脂部材と、第２の電子部品
が表面実装された第２の配線基板とが積層された積層体を形成し、その後、積層体を加熱
した状態でプレスして、半硬化状態とされた樹脂部材を完全に硬化させることで第１の電
子部品が表面実装された第１の配線基板と、第２の電子部品が表面実装された第２の配線
基板との間を封止することにより、コア基板の両面に実装された電子部品を内蔵する従来
の電子部品内蔵基板と比較して、電子部品内蔵基板の厚さ方向のサイズを小型化すること
ができる。
【００２８】
　また、半硬化状態とされた樹脂部材の面に第１の電子部品が表面実装された第１の配線
基板を配置し、半硬化状態とされた樹脂部材の面に第２の電子部品が実装された第２の配
線基板を配置した状態（半硬化状態とされた樹脂部材の両面に略同様な構成とされた構造
体が配置された状態）で、加熱により半硬化状態の樹脂部材を完全に硬化させて、第１の
電子部品が表面実装された第１の配線基板と第２の電子部品が表面実装された第２の配線
基板との間を封止することで、電子部品内蔵基板に反りが発生することを防止できる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、電子部品内蔵基板の厚さ方向のサイズを小型化することができると共
に、電子部品内蔵基板の製造時に反りが発生することを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
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　次に、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
【００３１】
　（第１の実施の形態）
　図８は、本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の断面図である。
【００３２】
　図８を参照するに、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０は、第１の配線基板１１
と、第２の配線基板１２と、第１の電子部品１４と、第２の電子部品１５と、樹脂部材１
６と、貫通孔１８と、貫通電極１９と、ソルダーレジスト層２２と、第１の外部接続端子
２４と、第２の外部接続端子２５とを有する。
【００３３】
　第１の配線基板１１は、第１の配線基板本体である配線基板本体３５と、第１の配線パ
ターンである配線パターン３７と、第３の配線パターンである配線パターン３８と、配線
パターン３９とを有する。配線基板本体３５としては、例えば、樹脂層、コアレス基板（
積層された複数の樹脂層、及び複数の樹脂層に設けられた配線パターンを有する多層配線
構造体）、コア付きビルドアップ基板（コア基板に複数の樹脂層及び配線パターンが形成
された基板）等を用いることができる。
【００３４】
　配線パターン３７は、配線基板本体３５の面３５Ａ（第１の面）に設けられている。配
線パターン３７は、パッド部４２を有する。パッド部４２は、配線パターン３９の一方の
端部、電子部品１４と電気的に接続されたバンプ２８、及び貫通電極１９と電気的に接続
されている。これにより、配線パターン３７は、貫通電極１９と電子部品１４とを電気的
に接続している。配線パターン３７の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる
。
【００３５】
　配線パターン３８は、配線基板本体３５の面３５Ａとは反対側に位置する配線基板本体
３５の面３５Ｂ（第２の面）に設けられている。配線パターン３８は、パッド部４４を有
する。パッド部４４は、配線パターン３９の他方の端部及び貫通電極１９と接続されると
共に、第１の外部接続端子２４が配設されている。配線パターン３８の材料としては、例
えば、Ｃｕを用いることができる。
【００３６】
　配線パターン３９は、配線基板本体３５を貫通するように設けられている。配線パター
ン３９の一方の端部は、パッド部４２と接続されており、配線パターン３９の他方の端部
は、パッド部４４と接続されている。これにより、配線パターン３９は、配線パターン３
７と配線パターン３８とを電気的に接続している。配線パターン３９としては、例えば、
ビア、複数のビア及び配線等を用いることができる。配線パターン３９の材料としては、
例えば、Ｃｕを用いることができる。
【００３７】
　第２の配線基板１２は、第２の配線基板本体である配線基板本体４７と、第２の配線パ
ターンである配線パターン５１と、第４の配線パターンである配線パターン５２と、配線
パターン５３とを有しており、配線基板本体３５の面３５Ａと配線基板本体４７の面４７
Ａ（第１の面）とが対向するように、第１の配線基板１１の下方に配置されている。
【００３８】
　配線基板本体４７としては、例えば、樹脂層、コアレス基板（積層された複数の樹脂層
、及び複数の樹脂層に設けられた配線パターンを有する多層配線構造体）、コア付きビル
ドアップ基板（コア基板に複数の樹脂層及び配線パターンが形成された基板）等を用いる
ことができる。
【００３９】
　配線パターン５１は、配線基板本体４７の面４７Ａ（第１の面）に設けられている。配
線パターン５１は、パッド部５６を有する。パッド部５６は、配線パターン５３の一方の
端部、電子部品１５と電気的に接続されたバンプ２９、及び貫通電極１９と電気的に接続
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されている。これにより、配線パターン５１は、貫通電極１９と電子部品１５とを電気的
に接続している。配線パターン５１の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる
。
【００４０】
　配線パターン５２は、配線基板本体４７の面４７Ａとは反対側に位置する配線基板本体
４７の面４７Ｂ（第２の面）に設けられている。配線パターン５２は、パッド部５７を有
する。パッド部５７は、配線パターン５３の他方の端部及び貫通電極１９と接続されると
共に、第１の外部接続端子２４が配設されている。配線パターン５２の材料としては、例
えば、Ｃｕを用いることができる。
【００４１】
　配線パターン５３は、配線基板本体４７を貫通するように設けられている。配線パター
ン５３の一方の端部は、パッド部５６と接続されており、配線パターン５３の他方の端部
は、パッド部５７と接続されている。これにより、配線パターン５３は、配線パターン５
１と配線パターン５２とを電気的に接続している。配線パターン５３としては、例えば、
ビア、複数のビア及び配線等を用いることができる。配線パターン５３の材料としては、
例えば、Ｃｕを用いることができる。
【００４２】
　第１の電子部品１４は、配線パターン３７を構成するパッド部４２に対して表面実装さ
れている。具体的には、第１の電子部品１４は、電極パッド６１（第１の電子部品１４の
構成要素の１つ）に設けられたバンプ２８（例えば、Ａｕバンプ）を介して、パッド部４
２と電気的に接続されている。バンプ２８は、はんだ３１によりパッド部４２に固定され
ている。第１の電子部品１４は、第１の配線基板１１と第２の配線基板１２との間に配置
されている。第１の電子部品１４は、樹脂部材１６により封止されている。また、第１の
電子部品１４と第１の配線基板１１との隙間には、樹脂部材１６が充填されている。第１
の電子部品１４としては、例えば、半導体チップ、チップ抵抗、チップコンデンサ等を用
いることができる。
【００４３】
　第２の電子部品１５は、配線パターン５１を構成するパッド部５６に対して表面実装さ
れている。具体的には、第２の電子部品１５は、電極パッド６３（第２の電子部品１５の
構成要素の１つ）に設けられたバンプ２９（例えば、Ａｕバンプ）を介して、パッド部５
６と電気的に接続されている。バンプ２９は、はんだ３２によりパッド部５６に固定され
ている。第２の電子部品１５の面１５Ａ（第１の電子部品１４と対向する部分の第２の電
子部品１５の面）の面積は、第１の電子部品１４の面１４Ａ（第２の電子部品１５と対向
する部分の第１の電子部品１４の面）の面積と略等しい大きさとされている。
【００４４】
　第２の電子部品１５は、第１の配線基板１１に実装された第１の電子部品１４と対向す
るように、第１の配線基板１１と第２の配線基板１２との間に配置されている。第２の電
子部品１５と第１の電子部品１４との間には、隙間Ａが形成されている。第２の電子部品
１５は、樹脂部材１６により封止されている。また、第２の電子部品１５と第２の配線基
板１２との隙間、及び第１の電子部品１４と第２の電子部品１５との隙間Ａには、樹脂部
材１６が充填されている。第１の電子部品１４と第２の電子部品１５との隙間Ａは、例え
ば、１０μｍとすることができる。第２の電子部品１５としては、例えば、半導体チップ
、チップ抵抗、チップコンデンサ等を用いることができる。
【００４５】
　このように、第１の配線基板１１に表面実装された第１の電子部品１４と、第２の配線
基板１２に表面実装された第２の電子部品１５とが対向するように、対向配置された第１
の配線基板１１と第２の配線基板１２との間を樹脂部材１６で封止することにより、従来
、電子部品２１１，２１４を表面実装する基板として必要であったコア基板２０１（図１
参照）が不要となるため、電子部品内蔵基板１０の厚さ方向のサイズを小型化することが
できる。
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【００４６】
　樹脂部材１６は、樹脂が完全に硬化した部材であり、第１の電子部品１４が表面実装さ
れた第１の配線基板１１と、第２の電子部品１５が表面実装された第２の配線基板１２と
の間に設けられている。樹脂部材１６は、第１の配線基板１１と第２の配線基板１２との
間、第１の電子部品１４、及び第２の電子部品１５を封止すると共に、第１の電子部品１
４が表面実装された第１の配線基板１１と、第２の電子部品１５が表面実装された第２の
配線基板１２とを一体化するための部材である。樹脂部材１６は、第１の電子部品１４と
第１の配線基板１１との隙間、第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との隙間、及び
第１の電子部品１４と第２の電子部品１５との隙間Ａを充填している。樹脂部材１６の母
材としては、例えば、第１及び第２の電子部品１４，１５の配設領域に対応する部分に第
１の貫通部８５（図１６参照）を有したプリプレグ樹脂を用いることができる。
【００４７】
　このように、樹脂部材１６の母材としてプリプレグ樹脂を用いることにより、電子部品
内蔵基板１０に反りが発生することを防止できる。樹脂部材１６の厚さＢは、例えば、３
００μｍとすることができる。
【００４８】
　樹脂部材１６の母材としてプリプレグ樹脂を用いる場合、第１の電子部品１４と第１の
配線基板１１との隙間、第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との隙間、及び第１の
電子部品１４と第２の電子部品１５との隙間Ａは、プリプレグ樹脂に含まれる樹脂のみが
充填される。
【００４９】
　このように、第１の電子部品１４と第２の電子部品１５との隙間Ａに樹脂のみを配置す
ることにより、第１の電子部品１４と第２の電子部品１５との隙間Ａを小さく（例えば、
１０μｍ）することが可能となるため、電子部品内蔵基板１０の厚さ方向のサイズを小型
化することができる。
【００５０】
　貫通孔１８は、第１の配線基板１１、第２の配線基板１２、及び樹脂部材１６を貫通す
るように形成されている。貫通孔１８は、配線パターン３７，３８，５１，５２を貫通し
ている。これにより、配線パターン３７，５１は、貫通孔１８から露出されている。貫通
孔１８は、例えば、ＮＣドリルを用いて形成することができる。
【００５１】
　貫通電極１９は、貫通孔１８の側面を覆うように設けられている。貫通電極１９は、配
線パターン３７，３８，５１，５２と接続されている。貫通電極１９は、筒状とされてお
り、内部に中空部を有する。貫通電極１９の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることが
できる。貫通電極１９は、例えば、めっき法により形成することができる。
【００５２】
　ソルダーレジスト層２２は、配線基板本体３５，４７の面３５Ｂ，４７Ｂ、パッド部４
４を除いた部分の配線パターン３８、パッド部５７を除いた部分の配線パターン５２、及
び貫通電極１９の内壁を覆うように設けられている。ソルダーレジスト層２２は、パッド
部４４を露出する開口部２２Ａと、パッド部５７を露出する開口部２２Ｂとを有する。
【００５３】
　第１の外部接続端子２４は、開口部２２Ａから露出された部分のパッド部４４に設けら
れている。第１の外部接続端子２４は、例えば、図示していない半導体チップと電気的に
接続される端子である。第１の外部接続端子２４としては、例えば、はんだバンプを用い
ることができる。
【００５４】
　第２の外部接続端子２５は、開口部２２Ｂから露出された部分のパッド部５７に設けら
れている。第２の外部接続端子２５は、例えば、マザーボード等の実装基板（図示せず）
と電気的に接続される端子である。第２の外部接続端子２５としては、例えば、はんだボ
ールを用いることができる。
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【００５５】
　本実施の形態の電子部品内蔵基板によれば、配線基板本体３５及び配線基板本体３５の
面３５Ａに設けられた配線パターン３７を有する第１の配線基板１１と、配線パターン３
７に表面実装された第１の電子部品１４と、配線基板本体４７及び配線基板本体４７の面
４７Ａに設けられた配線パターン５１を有し、配線基板本体３５の面３５Ａと配線基板本
体４７の面４７Ａとが対向するように、第１の配線基板１１の下方に配置された第２の配
線基板１２と、配線パターン５１に表面実装されると共に、第１の電子部品１４と対向す
るように配置された第２の電子部品１５と、第１の電子部品１４が表面実装された第１の
配線基板１１と、第２の電子部品が表面実装された第２の配線基板１２との間を封止する
樹脂部材１６と、を備えることにより、コア基板２０１の両面２０１Ａ，２０１Ｂに実装
された電子部品２１１，２１４を内蔵する従来の電子部品内蔵基板２００と比較して、電
子部品内蔵基板１０の厚さ方向のサイズを小型化することができる。
【００５６】
　図９は、本発明の第１の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図であ
る。図９において、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同一構成部分には同一符
号を付す。
【００５７】
　図９を参照するに、第１の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板７０は、第
１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０の構成に、さらに第１の電子部品１４と第１の配
線基板１１との隙間を充填する第１のアンダーフィル樹脂７１と、第２の電子部品１５と
第２の配線基板１２との隙間を充填する第２のアンダーフィル樹脂７２とを設けた以外は
、電子部品内蔵基板１０と同様に構成される。
【００５８】
　このように、第１の電子部品１４と第１の配線基板１１との隙間を充填する第１のアン
ダーフィル樹脂７１と、第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との隙間を充填する第
２のアンダーフィル樹脂７２とを設けることにより、第１の電子部品１４と第１の配線基
板１１との電気的接続信頼性、及び第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との電気的
接続信頼性を向上させることができる。
【００５９】
　また、上記構成とされた第１の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板７０は
、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同様な効果を得ることができる。
【００６０】
　図１０は、本発明の第１の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図で
ある。図１０において、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同一構成部分には同
一符号を付す。
【００６１】
　図９を参照するに、第１の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板７５は、第
１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０に設けられた第２の電子部品１５の代わりに、第
１の電子部品１４の面１４Ａと対向する面７６Ａの面積が第１の電子部品１４の面１４Ａ
の面積よりも小さい第２の電子部品７６を複数設けた以外は、電子部品内蔵基板１０と同
様に構成される。
【００６２】
　第２の電子部品７６は、面７６Ａの面積が第２の電子部品１５の面１５Ａの面積よりも
小さい以外は、第２の電子部品１５と同様に構成される。複数の第２の電子部品７６は、
面７６Ａが第１の電子部品１４の面１４Ａと対向するように、配線パターン５１のパッド
部５６に表面実装（第２の電子部品７６に設けられた電極パッド６３に設けられたバンプ
２９を介して接続）されている。複数の第２の電子部品７６の面７６Ａの面積の合計は、
第１の電子部品１４の面１４Ａの面積と略等しくなるように構成されている。
【００６３】
　上記構成とされた第１の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板７５は、第１
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の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同様な効果を得ることができる。なお、第１の実
施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板７５において、第１の電子部品１４と第１
の配線基板１１との間に図１０に示す第１のアンダーフィル樹脂７１を設けてもよいし、
複数の第２の電子部品７６と第２の配線基板１２との間に図１０に示す第２のアンダーフ
ィル樹脂７２を設けてもよい。
【００６４】
　図１１は、本発明の第１の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図で
ある。図１１において、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同一構成部分には同
一符号を付す。
【００６５】
　図１１を参照するに、第１の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板８０は、
第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０に設けられた第１の電子部品１４の代わりに、
第２の電子部品１５の面１５Ａと対向する面８１Ａの面積が第２の電子部品１５の面１５
Ａの面積よりも小さい第１の電子部品８１を複数設けた以外は、電子部品内蔵基板１０と
同様に構成される。
【００６６】
　第１の電子部品８１は、面８１Ａの面積が第１の電子部品１４の面１４Ａの面積よりも
小さい以外は、第１の電子部品１４と同様に構成される。複数の第１の電子部品８１は、
面８１Ａが第２の電子部品１５の面１５Ａと対向するように、配線パターン３７のパッド
部４２に表面実装（第１の電子部品８１に設けられた電極パッド６１に設けられたバンプ
２８を介して接続）されている。複数の第１の電子部品８１の面８１Ａの面積の合計は、
第２の電子部品１５の面１５Ａの面積と略等しくなるように構成されている。
【００６７】
　上記構成とされた第１の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板８０は、第１
の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同様な効果を得ることができる。なお、第１の実
施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板８０において、複数の第１の電子部品８１
と第１の配線基板１１との間に図１０に示す第１のアンダーフィル樹脂７１を設けてもよ
いし、第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との間に図１０に示す第２のアンダーフ
ィル樹脂７２を設けてもよい。
【００６８】
　図１２～図２２は、本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示
す図である。図１２～図２２において、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同一
構成部分には同一符号を付す。
【００６９】
　図１２～図２２を参照して、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０の製造方法につ
いて説明する。始めに、図１２に示す工程では、周知の手法（例えば、ビルドアップ法）
により、第１の配線基板本体である配線基板本体３５と、第１の配線パターンである配線
パターン３７と、第３の配線パターンである配線パターン３８と、配線パターン３９とを
有した第１の配線基板１１を形成する（第１の配線基板形成工程）。配線基板本体３５と
しては、例えば、樹脂層、コアレス基板（積層された複数の樹脂層、及び複数の樹脂層に
設けられた配線パターンを有する多層配線構造体）、コア付きビルドアップ基板（コア基
板に複数の樹脂層及び配線パターンが形成された基板）等を用いることができる。
【００７０】
　次いで、図１３に示す工程では、パッド部４２に第１の電子部品１４を表面実装する（
第１の電子部品実装工程）。具体的には、パッド部４２上に溶融させたはんだ３１を準備
し、溶融させたはんだ３１に第１の電子部品１４の電極パッド６１に設けられたバンプ２
８を押し当てることで、パッド部４２上にバンプ２８を固定する。
【００７１】
　次いで、図１４に示す工程では、周知の手法（例えば、ビルドアップ法）により、第２
の配線基板本体である配線基板本体４７と、第２の配線パターンである配線パターン５１
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と、第４の配線パターンである配線パターン５２と、配線パターン５３とを有した第２の
配線基板１２を形成する（第２の配線基板形成工程）。配線基板本体４７としては、例え
ば、樹脂層、コアレス基板（積層された複数の樹脂層、及び複数の樹脂層に設けられた配
線パターンを有する多層配線構造体）、コア付きビルドアップ基板（コア基板に複数の樹
脂層及び配線パターンが形成された基板）等を用いることができる。
【００７２】
　次いで、図１５に示す工程では、パッド部５６に第２の電子部品１５を表面実装する（
第２の電子部品実装工程）。具体的には、パッド部５６上に溶融させたはんだ３２を準備
し、溶融させたはんだ３２に第２の電子部品１５の電極パッド６３に設けられたバンプ２
９を押し当てることで、パッド部５６上にバンプ２９を固定する。
【００７３】
　次いで、図１６に示す工程では、板状とされ、第１及び第２の電子部品１４，１５が収
容される第１の貫通部８５を有すると共に、半硬化状態とされた樹脂部材１６を形成する
（樹脂部材形成工程）。樹脂部材１６の母材としては、例えば、半硬化状態とされたプリ
プレグ樹脂（具体的には、例えば、ガラス繊維に樹脂を含浸させた絶縁部材）を用いるこ
とができる。第１の貫通部８５は、例えば、打ち抜き加工により形成することができる。
半硬化状態とされた樹脂部材１６は、図８に示す完全に硬化した樹脂部材１６の厚さＢよ
りも厚い。半硬化状態とされた樹脂部材１６の厚さＣは、例えば、６００μｍとすること
ができる。
【００７４】
　次いで、図１７に示す工程では、半硬化状態とされた樹脂部材１６の上面１６Ａ側から
第１の貫通部８５に、第１の配線基板１１に表面実装された第１の電子部品１４を挿入し
、半硬化状態とされた樹脂部材１６の下面１６Ｂ側から第１の貫通部８５に、第２の配線
基板１２に表面実装された第２の電子部品１５を挿入して、第１の電子部品１４と第２の
電子部品１５とを対向配置させることにより、第１の電子部品１４が表面実装された第１
の配線基板１１と、半硬化状態とされた樹脂部材１６と、第２の電子部品１５が表面実装
された第２の配線基板１２とが積層された積層体８７を形成する（積層体形成工程）。
【００７５】
　このとき、第１の配線基板１１は、樹脂部材１６の上面１６Ａと接触し、第２の配線基
板１２は、樹脂部材１６の下面１６Ｂと接触する。また、第１の貫通部８５に挿入された
第１の電子部品１４と、第１の貫通部８５に挿入された第２の電子部品１５との間には、
図８に示す隙間Ａよりも大きな隙間が形成されている。
【００７６】
　次いで、図１８に示す工程では、積層体を加熱した状態でプレスして、図１７に示す半
硬化状態とされた樹脂部材１６を完全に硬化させて、完全に硬化した樹脂部材１６により
、第１の電子部品１４が表面実装された第１の配線基板１１と、第２の電子部品１５が表
面実装された第２の配線基板１２との間を封止する（封止工程）。
【００７７】
　半硬化状態の樹脂部材１６の母材がプリプレグ樹脂の場合、上記封止工程において、第
１の電子部品１４と第１の配線基板１１との隙間、第２の電子部品１５と第２の配線基板
１２との隙間、及び第１の電子部品１４と第２の電子部品１５と隙間Ａに、プリプレグ樹
脂を構成する樹脂のみが充填される。
【００７８】
　このように、半硬化状態とされた樹脂部材１６の第１の貫通部８５に、第１の配線基板
１１に表面実装された第１の電子部品１４と第２の配線基板１２に表面実装された第２の
電子部品１５とを挿入して、第１の電子部品１４と第２の電子部品１５とを対向配置させ
ることにより、第１の電子部品１４が表面実装された第１の配線基板１１と、半硬化状態
とされた樹脂部材１６と、第２の電子部品１５が表面実装された第２の配線基板１２とが
積層された積層体８７を形成し、その後、積層体８７を加熱した状態でプレスして、半硬
化状態とされた樹脂部材１６を完全に硬化させて、第１の電子部品１４が表面実装された
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第１の配線基板１１と、第２の電子部品１５が表面実装された第２の配線基板１２との間
を封止することにより、コア基板２０１の両面２０１Ａ，２０１Ｂに実装された電子部品
２１１，２１４を内蔵する従来の電子部品内蔵基板２００と比較して、電子部品内蔵基板
１０の厚さ方向のサイズを小型化することができる。
【００７９】
　また、半硬化状態とされた樹脂部材１６の面１６Ａに第１の電子部品１４が表面実装さ
れた第１の配線基板１１を配置し、半硬化状態とされた樹脂部材１６の面１６Ｂに第２の
電子部品１５が実装された第２の配線基板１２を配置した状態（半硬化状態とされた樹脂
部材１６の両面１６Ａ，１６Ｂに略同様な構成とされた構造体が配置された状態）で、加
熱により半硬化状態の樹脂部材１６を完全に硬化させて、第１の電子部品１４が表面実装
された第１の配線基板１１と第２の電子部品１５が表面実装された第２の配線基板１２と
の間を封止することで、図１８に示す構造体（製造途中の電子部品内蔵基板１０）に反り
が発生することがなくなるため、電子部品内蔵基板１０に反りが発生することを防止でき
る。
【００８０】
　次いで、図１９に示す工程では、第１の配線基板１１、樹脂部材１６、及び第２の配線
基板１２を貫通する貫通孔１８を形成する。貫通孔１８は、例えば、ＮＣドリルにより形
成することができる。
【００８１】
　次いで、図２０に示す工程では、めっき法により、貫通孔１８の側面に貫通電極１９を
形成する。このとき、貫通電極１９に中空部が形成される。言い換えれば、筒状とされた
貫通電極１９が形成される。
【００８２】
　次いで、図２１に示す工程では、配線基板本体３５，４７の面３５Ｂ，４７Ｂ、パッド
部４４を除いた部分の配線パターン３８、パッド部５７を除いた部分の配線パターン５２
、及び貫通電極１９の内壁を覆うと共に、パッド部４４を露出する開口部２２Ａと、パッ
ド部５７を露出する開口部２２Ｂとを有したソルダーレジスト層２２を形成する。
【００８３】
　次いで、図２２に示す工程では、開口部２２Ａから露出された部分のパッド部４４に第
１の外部接続端子２４を形成し、開口部２２Ｂから露出された部分のパッド部５７に第２
の外部接続端子２５を形成する。これにより、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０
が製造される。第１の外部接続端子２４としては、例えば、はんだバンプを用いることが
できる。また、第２の外部接続端子２５としては、例えば、はんだボールを用いることが
できる。
【００８４】
　本実施の形態の電子部品内蔵基板によれば、配線基板本体３５及び配線基板本体３５の
面３５Ａに設けられた配線パターン３７を備えた第１の配線基板１１を形成し、配線パタ
ーン３７に第１の電子部品１４を表面実装し、配線基板本体４７及び配線基板本体４７の
面４７Ａに設けられた配線パターン５１を備えた第２の配線基板１２を形成し、配線パタ
ーン５１に第２の電子部品１５を表面実装し、板状とされ、第１及び第２の電子部品１４
，１５が収容される第１の貫通部８５を有すると共に、半硬化状態とされた樹脂部材１６
を形成し、第１の貫通部８５に、第１の配線基板１１に表面実装された第１の電子部品１
４と第２の配線基板１２に表面実装された第２の電子部品１５とを挿入して、第１の電子
部品１４と第２の電子部品１５とを対向配置させることにより、第１の電子部品１４が表
面実装された第１の配線基板１１と、半硬化状態とされた樹脂部材１６と、第２の電子部
品１５が表面実装された第２の配線基板１２とが積層された積層体８７を形成し、その後
、積層体８７を加熱した状態でプレスして、半硬化状態とされた樹脂部材１６を完全に硬
化させて、第１の電子部品１４が表面実装された第１の配線基板１１と、第２の電子部品
１５が表面実装された第２の配線基板１２との間を封止することにより、コア基板２０１
の両面２０１Ａ，２０１Ｂに実装された電子部品２１１，２１４を内蔵する従来の電子部
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品内蔵基板２００と比較して、電子部品内蔵基板１０の厚さ方向のサイズを小型化するこ
とができる。
【００８５】
　また、半硬化状態とされた樹脂部材１６の面１６Ａに第１の電子部品１４が表面実装さ
れた第１の配線基板１１を配置し、半硬化状態とされた樹脂部材１６の面１６Ｂに第２の
電子部品１５が実装された第２の配線基板１２を配置した状態（半硬化状態とされた樹脂
部材１６の両面１６Ａ，１６Ｂに略同様な構成とされた構造体が配置された状態）で、加
熱により半硬化状態の樹脂部材１６を完全に硬化させて、第１の電子部品１４が表面実装
された第１の配線基板１１と第２の電子部品１５が表面実装された第２の配線基板１２と
の間を封止することで、図１８に示す構造体（製造途中の電子部品内蔵基板１０）に反り
が発生することがなくなるため、電子部品内蔵基板１０に反りが発生することを防止でき
る。
【００８６】
　なお、本実施の形態の第１変形例の電子部品内蔵基板７０は、先に説明した図１７示す
工程（積層体形成工程）の前に、第１のアンダーフィル樹脂７１を形成する工程（第１の
アンダーフィル樹脂形成工程）と、第２のアンダーフィル樹脂７２を形成する工程（第２
のアンダーフィル樹脂形成工程）とを設ける以外は、本実施の形態の電子部品内蔵基板１
０と同様な手法により製造することができる。
【００８７】
　このように、積層体形成工程の前に、第１の電子部品１４と第１の配線基板１１との隙
間を充填する第１のアンダーフィル樹脂７１を形成する第１のアンダーフィル樹脂形成工
程と、第２の電子部品実装工程と積層体形成工程との間に、第２の電子部品１５と第２の
配線基板１２との隙間を充填する第２のアンダーフィル樹脂７２を形成する第２のアンダ
ーフィル樹脂形成工程と、を設けることにより、第１の電子部品１４と第１の配線基板１
１との間の電気的接続信頼性、及び第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との間の電
気的接続信頼性を向上させることができる。
【００８８】
　また、第１の実施の形態の第２変形例の電子部品内蔵基板７５、及び第１の実施の形態
の第３変形例の電子部品内蔵基板８０は、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同
様な手法により製造することができる。
【００８９】
　また、上記説明した電子部品内蔵基板１０，７０，７５，８０では、第１の電子部品１
４と第２の電子部品１５との間に隙間Ａを形成した場合を例に挙げて説明したが、第１の
電子部品１４の面１４Ａと第２の電子部品１５の面１５Ａとが接触するように、第１及び
第２の電子部品１４，１５を配置してもよい。
【００９０】
　（第２の実施の形態）
　図２３は、本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の断面図である。図２３
において、第１の実施の形態の電子部品内蔵基板１０と同一構成部分には、同一符号を付
す。
【００９１】
　図２３を参照するに、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０は、第１の実施の形態
の電子部品内蔵基板１０に設けられた樹脂部材１６、貫通孔１８、貫通電極１９、及びソ
ルダーレジスト層２２の代わりに、樹脂部材９２、第１の導電性ボール９３、第２の導電
性ボール９４、及びソルダーレジスト層９６，９７を設けた以外は、電子部品内蔵基板１
０と同様に構成される。
【００９２】
　樹脂部材９２は、完全に硬化しており、第１の電子部品１４が表面実装された第１の配
線基板１１と、第２の電子部品１５が表面実装された第２の配線基板１２との間に設けら
れている。樹脂部材９２は、第１及び第２の電子部品１４，１５を封止すると共に、第１
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の電子部品１４が表面実装された第１の配線基板１１と、第２の電子部品１５が表面実装
された第２の配線基板１２とを一体化するための部材である。樹脂部材９２は、第１の電
子部品１４と第１の配線基板１１との隙間、第２の電子部品１５と第２の配線基板１２と
の隙間、及び第１の電子部品１４と第２の電子部品１５との隙間Ａを充填している。樹脂
部材９２の母材としては、例えば、第１及び第２の電子部品１４，１５の配設領域に対応
する部分に第１の貫通部８５と、第１及び第２の導電性ボール９３，９４を収容する第２
の貫通部８５（図２９参照）を有した半硬化状態とされたプリプレグ樹脂を用いることが
できる。
【００９３】
　このように、樹脂部材９２の母材としてプリプレグ樹脂を用いることにより、電子部品
内蔵基板９０に反りが発生することを防止できる。樹脂部材９２の厚さＤは、例えば、３
００μｍとすることができる。
【００９４】
　第１の導電性ボール９３は、配線パターン３７に設けられている。第２の導電性ボール
９４は、第１の導電性ボール９３と対向するように、配線パターン５１に設けられている
。第１の導電性ボール９３と対向する部分の第２の導電性ボール９４は、第１の導電性ボ
ール９３と接触している。これにより、配線パターン３７と配線パターン５１とは、第１
及び第２の導電性ボール９３，９４を介して、電気的に接続されている。
【００９５】
　このように、配線パターン３７に設けられた第１の導電性ボール９３と、配線パターン
５１に設けられた第２の導電性ボール９４とを接触させることで、配線パターン３７と配
線パターン５１とを電気的に接続することにより、めっき法により形成された貫通電極１
９を用いて配線パターン３７と配線パターン５１とを電気的に接続した場合と比較して、
電子部品内蔵基板９０のコストを低減させることができる。
【００９６】
　第１及び第２の導電性ボール９３，９４としては、例えば、はんだボール、Ｃｕコアと
Ｃｕコアを覆うはんだとを備えたＣｕコアはんだボール等を用いることができる。樹脂部
材９２の厚さＤが３００μｍの場合、第１及び第２の導電性ボール９３，９４の直径は、
例えば、２００μｍとすることができる。
【００９７】
　ソルダーレジスト層９６は、パッド部４４を除いた部分の配線パターン３８を覆うよう
に、配線基板本体３５の面３５Ｂに設けられている。ソルダーレジスト層９６は、パッド
部４４を露出する開口部９６Ａを有する。
【００９８】
　ソルダーレジスト層９７は、パッド部５７を除いた部分の配線パターン５２を覆うよう
に、配線基板本体４７の面４７Ｂに設けられている。ソルダーレジスト層９７は、パッド
部５７を露出する開口部９７Ａを有する。
【００９９】
　図２４は、本発明の第２の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図で
ある。図２４において、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０と同一構成部分には、
同一符号を付す。
【０１００】
　図２４を参照するに、第２の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板１００は
、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０の構成に、さらに第１の電子部品１４と第１
の配線基板１１との隙間を充填する第１のアンダーフィル樹脂７１と、第２の電子部品１
５と第２の配線基板１２との隙間を充填する第２のアンダーフィル樹脂７２とを設けた以
外は、電子部品内蔵基板９０と同様に構成される。
【０１０１】
　このように、第１の電子部品１４と第１の配線基板１１との隙間を充填する第１のアン
ダーフィル樹脂７１と、第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との隙間を充填する第
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２のアンダーフィル樹脂７２とを設けることにより、第１の電子部品１４と第１の配線基
板１１との電気的接続信頼性、及び第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との電気的
接続信頼性を向上させることができる。
【０１０２】
　また、上記構成とされた第２の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板１００
は、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０と同様な効果を得ることができる。
【０１０３】
　図２５は、本発明の第２の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図で
ある。図２５において、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０、及び第１の実施の形
態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板７５と同一構成部分には、同一符号を付す。
【０１０４】
　図２５を参照するに、第２の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板１０５は
、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０に設けられた第２の電子部品１５の代わりに
、第１の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板７５に設けられた複数の第２の
電子部品７６を設けた以外は、電子部品内蔵基板９０と同様に構成される。
【０１０５】
　上記構成とされた第２の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板１０５は、第
２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０と同様な効果を得ることができる。
【０１０６】
　図２６は、本発明の第２の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図で
ある。図２６において、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０、及び第１の実施の形
態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板８０と同一構成部分には、同一符号を付す。
【０１０７】
　図２６を参照するに、第２の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板１１０は
、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０に設けられた第１の電子部品１４の代わりに
、第１の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板８０に設けられた複数の第１の
電子部品８１を設けた以外は、電子部品内蔵基板９０と同様に構成される。
【０１０８】
　上記構成とされた第２の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板１１０は、第
２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０と同様な効果を得ることができる。
【０１０９】
　図２７～図３２は、本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示
す図である。図２７～図３２において、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０と同一
構成部分には同一符号を付す。
【０１１０】
　図２７～３２を参照して、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０の製造方法につい
て説明する。始めに、図２７に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図１３に示す
構造体に設けられた配線パターン３７（具体的には、第１の電子部品１４の実装領域以外
の部分の配線パターン３７）に、第１の導電性ボール９３を形成する。第１の導電性ボー
ル９３としては、例えば、はんだボール、ＣｕコアとＣｕコアを覆うはんだとを備えたＣ
ｕコアはんだボール等を用いることができる。第１の導電性ボール９３の直径は、例えば
、２００μｍとすることができる。
【０１１１】
　次いで、図２８に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図１５に示す構造体に設
けられた配線パターン５１（具体的には、第２の電子部品１５の実装領域以外の部分の配
線パターン５１）に、第２の導電性ボール９４を形成する。第２の導電性ボール９４とし
ては、例えば、はんだボール、ＣｕコアとＣｕコアを覆うはんだとを備えたＣｕコアはん
だボール等を用いることができる。第２の導電性ボール９４の直径は、例えば、２００μ
ｍとすることができる。
【０１１２】
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　次いで、図２９に示す工程では、板状とされ、第１及び第２の電子部品１４，１５が収
容される第１の貫通部８５と、第１及び第２の導電性ボール９３，９４を収容する第２の
貫通部１２２とを有すると共に、半硬化状態とされた樹脂部材９２を形成する（樹脂部材
形成工程）。樹脂部材９２の母材としては、例えば、半硬化状態とされたプリプレグ樹脂
（具体的には、例えば、ガラス繊維に樹脂を含浸させた絶縁部材）を用いることができる
。第１及び第２の貫通部８５，１２２は、例えば、打ち抜き加工により形成することがで
きる。半硬化状態とされた樹脂部材９２は、図２３に示す完全に硬化した樹脂部材９２の
厚さＤよりも厚い。半硬化状態とされた樹脂部材９２の厚さＥは、例えば、６００μｍと
することができる。
【０１１３】
　次いで、図３０に示す工程では、半硬化状態とされた樹脂部材９２の上面９２Ａ側から
第１の貫通部８５に、第１の配線基板１１に表面実装された第１の電子部品１４を挿入す
ると共に、半硬化状態とされた樹脂部材９２の上面９２Ａ側から第２の貫通部１２２に第
１の配線基板１１に設けられた第１の導電性ボール９３を挿入する。次いで、半硬化状態
とされた樹脂部材９２の下面９２Ｂ側から第１の貫通部８５に第２の配線基板１２に表面
実装された第２の電子部品１５を挿入すると共に、半硬化状態とされた樹脂部材９２の下
面９２Ｂ側から第２の貫通部１２２に第２の配線基板１２に設けられた第２の導電性ボー
ル９４を挿入することで、第２の電子部品１５及び第２の導電性ボール９４が設けられた
第２の配線基板１２と、半硬化状態とされた樹脂部材９２と、第１の電子部品１４及び第
１の導電性ボール９３が設けられた第１の配線基板１１とが積層された積層体１２５を形
成する（積層体形成工程）。
【０１１４】
　このとき、第１の配線基板１１は、樹脂部材９２の上面９２Ａと接触し、第２の配線基
板１２は、樹脂部材９２の下面９２Ｂと接触する。また、第１の貫通部８５に挿入された
第１の電子部品１４と、第１の貫通部８５に挿入された第２の電子部品１５との間には、
図２３に示す隙間Ａよりも大きな隙間が形成されている。また、第２の貫通部１２２に収
容された第１及び第２の導電性ボール９３，９４は、離間した状態で対向配置されている
。
【０１１５】
　次いで、図３１に示す工程では、積層体１２５を加熱した状態でプレスして、第１の導
電性ボール９３と第２の導電性ボール９４とを接触させると共に、図３０に示す半硬化状
態とされた樹脂部材９２を完全に硬化させて、完全に硬化した樹脂部材９２により、第１
の電子部品１４及び第１の導電性ボール９３が設けられた第１の配線基板１１と、第２の
電子部品１５及び第２の導電性ボール９４が設けられた第２の配線基板１２との間を封止
する（封止工程）。
【０１１６】
　半硬化状態の樹脂部材９２の母材がプリプレグ樹脂の場合、上記封止工程において、第
１の電子部品１４と第１の配線基板１１との隙間、第２の電子部品１５と第２の配線基板
１２との隙間、及び第１の電子部品１４と第２の電子部品１５と隙間Ａに、プリプレグ樹
脂を構成する樹脂のみが充填される。
【０１１７】
　このように、半硬化状態とされた樹脂部材９２の第１の貫通部８５に、第１の配線基板
１１に表面実装された第１の電子部品１４と第２の配線基板１２に表面実装された第２の
電子部品１５とを挿入して、第１の電子部品１４と第２の電子部品１５とを対向配置させ
ると共に、第１の配線基板１１に設けられた第１の導電性ボール９３と第２の配線基板１
２に設けられた第２の導電性ボール９４とを挿入して、第１の導電性ボール９３と第２の
導電性ボール９４とを対向配置させることにより、第１の電子部品１４及び第１の導電性
ボール９３が設けられた第１の配線基板１１と、半硬化状態とされ、第１及び第２の貫通
部８５，１２２を有する樹脂部材９２と、第２の電子部品１５及び第２の導電性ボール９
４が設けられた第２の配線基板１２とが積層された積層体１２５を形成し、その後、積層



(19) JP 2010-141098 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

体１２５を加熱した状態でプレスして、第１の導電性ボール９３と第２の導電性ボール９
４とを接触させると共に、半硬化状態とされた樹脂部材９２を完全に硬化させて、第１の
電子部品１４及び第１の導電性ボール９３が設けられた第１の配線基板１１と、第２の電
子部品１５及び第２の導電性ボール９４が設けられた第２の配線基板１２との間を封止す
ることにより、コア基板２０１の両面２０１Ａ，２０１Ｂに実装された電子部品２１１，
２１４を内蔵する従来の電子部品内蔵基板２００と比較して、電子部品内蔵基板９０の厚
さ方向のサイズを小型化することができる。
【０１１８】
　また、半硬化状態とされた樹脂部材９２の面９２Ａに第１の電子部品１４及び第１の導
電性ボール９３が設けられた第１の配線基板１１を配置し、半硬化状態とされた樹脂部材
９２の面９２Ｂに第２の電子部品１５及び第２の導電性ボール９４が設けられた第２の配
線基板１２を配置した状態（半硬化状態とされた樹脂部材９２の両面９２Ａ，９２Ｂに略
同様な構成とされた構造体が配置された状態）で、加熱により半硬化状態の樹脂部材９２
を完全に硬化させて、第１の電子部品１４及び第１の導電性ボール９３が設けられた第１
の配線基板１１と、第２の電子部品１５及び第２の導電性ボール９４が設けられた第２の
配線基板１２との間を封止することで、電子部品内蔵基板９０に反りが発生することを防
止できる。
【０１１９】
　さらに、積層体１２５を加熱した状態でプレスして、第１の配線基板１１に設けられた
第１の導電性ボール９３と、第２の配線基板１２に設けられた第２の導電性ボール９４と
を接触させて、第１の配線基板１１と第２の配線基板１２とを電気的に接続することによ
り、めっき法により形成された貫通電極１９（図８参照）を介して、第１の配線基板１１
と第２の配線基板１２とを電気的に接続した電子部品内蔵基板１０，７０，７５，８０と
比較して、電子部品内蔵基板９０のコストを低減することができる。
【０１２０】
　なお、本実施の形態の第２変形例の電子部品内蔵基板１００は、先に説明した図３０示
す工程（積層体形成工程）の前に、第１のアンダーフィル樹脂７１を形成する工程（第１
のアンダーフィル樹脂形成工程）と、第２のアンダーフィル樹脂７２を形成する工程（第
２のアンダーフィル樹脂形成工程）とを設ける以外は、本実施の形態の電子部品内蔵基板
９０と同様な手法により製造することができる。
【０１２１】
　このように、積層体形成工程の前に、第１の電子部品１４と第１の配線基板１１との隙
間を充填する第１のアンダーフィル樹脂７１を形成する第１のアンダーフィル樹脂形成工
程と、第２の電子部品実装工程と積層体形成工程との間に、第２の電子部品１５と第２の
配線基板１２との隙間を充填する第２のアンダーフィル樹脂７２を形成する第２のアンダ
ーフィル樹脂形成工程と、を設けることにより、第１の電子部品１４と第１の配線基板１
１との間の電気的接続信頼性、及び第２の電子部品１５と第２の配線基板１２との間の電
気的接続信頼性を向上させることができる。
【０１２２】
　また、第２の実施の形態の第２変形例の電子部品内蔵基板１０５、及び第２の実施の形
態の第３変形例の電子部品内蔵基板１１０は、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０
と同様な手法により製造することができる。
【０１２３】
　図３３は、本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図で
ある。図３３において、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０と同一構成部分には同
一符号を付す。
【０１２４】
　図３３を参照するに、第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板１３０は
、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０の構成に、さらにソルダーレジスト層１３１
，１３２を設けた以外は、電子部品内蔵基板９０と同様に構成される。
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【０１２５】
　ソルダーレジスト層１３１は、第１の配線基板１１に設けられている。ソルダーレジス
ト層１３１は、パッド部４２及び第１の導電性ボール９３の配設領域を除いた部分の配線
パターン３７を覆うように、配線基板本体３５の面３５Ａに設けられている。
【０１２６】
　ソルダーレジスト層１３２は、第２の配線基板１２に設けられている。ソルダーレジス
ト層１３２は、パッド部５６及び第２の導電性ボール９４の配設領域を除いた部分の配線
パターン５１を覆うように、配線基板本体４７の面４７Ａに設けられている。
【０１２７】
　本実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板によれば、配線基板本体３５の面３
５Ａに、パッド部４２及び第１の導電性ボール９３の配設領域を除いた部分の配線パター
ン３７を覆うソルダーレジスト層１３１を設けることにより、第１の配線基板１１に第１
の導電性ボール９３を接合させる際、溶融したはんだ（第１の導電性ボール９３を構成す
るはんだ）の流出により、隣り合う配線パターン３７がショートすることを防止できる。
【０１２８】
　また、配線基板本体４７の面４７Ａに、パッド部５６及び第２の導電性ボール９４の配
設領域を除いた部分の配線パターン５１を覆うソルダーレジスト層１３２を設けることに
より、第２の配線基板１２と第２の導電性ボール９４とを接合させる際、溶融したはんだ
（第２の導電性ボール９４を構成するはんだ）の流出により、隣り合う配線パターン５１
がショートすることを防止できる。
【０１２９】
　なお、上記構成とされた第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板１３０
は、第２の実施の形態の電子部品内蔵基板９０と同様な効果を得ることができる。
【０１３０】
　図３４～図３７は、本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の
製造工程を示す図である。図３４～図３７において、第２の実施の形態の第４変形例に係
る電子部品内蔵基板１３０と同一構成部分には同一符号を付す。
【０１３１】
　図３４～図３７を参照して、本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内
蔵基板１３０の製造方法について説明する。
【０１３２】
　始めに、図３４に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図１２に示す第１の配線
基板１１を形成した後、配線基板本体３５の面３５Ａに、パッド部４２及び第１の導電性
ボール９３の配設領域を除いた部分の配線パターン３７を覆うソルダーレジスト層１３１
を形成すると共に、配線基板本体３５の面３５Ｂに、パッド部４４を除いた部分の配線パ
ターン３８を覆うソルダーレジスト層９６を形成する。
【０１３３】
　次いで、図３５に示す工程では、パッド部４２に第１の電子部品１４を表面実装（第１
の電子部品実装工程）し、その後、第１の導電性ボール９３の配設領域に対応する部分の
配線パターン３７に第１の導電性ボール９３を形成する。第１の電子部品実装工程では、
例えば、パッド部４２上に溶融させたはんだ３１を準備し、溶融させたはんだ３１に第１
の電子部品１４の電極パッド６１に設けられたバンプ２８を押し当てることで、パッド部
４２上にバンプ２８を固定する。
【０１３４】
　このように、配線基板本体３５の面３５Ａに、パッド部４２及び第１の導電性ボール９
３の配設領域を除いた部分の配線パターン３７を覆うソルダーレジスト層１３１を形成し
、その後、パッド部４２に第１の電子部品１４を表面実装し、配線パターン３７に第１の
導電性ボール９３を形成することで、溶融したはんだ（具体的には、はんだ３１及び第１
の導電性ボール９３を構成するはんだ）により、隣り合う配線パターン３７がショートす
ることを防止できる。
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【０１３５】
　次いで、図３６に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図１４に示す第２の配線
基板１２を形成した後、配線基板本体４７の面４７Ａに、パッド部５６及び第２の導電性
ボール９４の配設領域を除いた部分の配線パターン５１を覆うソルダーレジスト層１３２
を形成すると共に、配線基板本体４７の面４７Ｂに、パッド部５７を除いた部分の配線パ
ターン５２を覆うソルダーレジスト層９７を形成する。
【０１３６】
　次いで、図３７に示す工程では、パッド部５６に第２の電子部品１５を表面実装（第２
の電子部品実装工程）し、その後、第２の導電性ボール９４の配設領域に対応する部分の
配線パターン５１に第２の導電性ボール９４を形成する。第２の電子部品実装工程では、
例えば、パッド部５６上に溶融させたはんだ３２を準備し、溶融させたはんだ３２に第２
の電子部品１５の電極パッド６３に設けられたバンプ２９を押し当てることで、パッド部
５６上にバンプ２９を固定する。
【０１３７】
　このように、配線基板本体４７の面４７Ａに、パッド部５６及び第２の導電性ボール９
４の配設領域を除いた部分の配線パターン５１を覆うソルダーレジスト層１３２を形成し
、その後、パッド部５６に第２の電子部品１５を表面実装し、配線パターン５１に第２の
導電性ボール９４を形成することで、溶融したはんだ（具体的には、はんだ３２及び第２
の導電性ボール９４を構成するはんだ）により、隣り合う配線パターン５１がショートす
ることを防止できる。
【０１３８】
　その後、本実施の形態で説明した図３０～図３２に示す工程と同様な処理を行うことで
、本実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板１３０が製造される。
【０１３９】
　本実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の製造方法によれば、配線基板本体
３５の面３５Ａに、パッド部４２及び第１の導電性ボール９３の配設領域を除いた部分の
配線パターン３７を覆うソルダーレジスト層１３１を形成し、その後、パッド部４２に第
１の電子部品１４を表面実装し、配線パターン３７に第１の導電性ボール９３を形成する
ことで、溶融したはんだ（具体的には、はんだ３１及び第１の導電性ボール９３を構成す
るはんだ）により、隣り合う配線パターン３７がショートすることを防止できる。
【０１４０】
　また、配線基板本体４７の面４７Ａに、パッド部５６及び第２の導電性ボール９４の配
設領域を除いた部分の配線パターン５１を覆うソルダーレジスト層１３２を形成し、その
後、パッド部５６に第２の電子部品１５を表面実装し、配線パターン５１に第２の導電性
ボール９４を形成することで、溶融したはんだ（具体的には、はんだ３２及び第２の導電
性ボール９４を構成するはんだ）により、隣り合う配線パターン５１がショートすること
を防止できる。
【０１４１】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【０１４２】
　例えば、上記説明した電子部品内蔵基板９０，１００，１０５，１１０，１３０では、
第１の電子部品１４と第２の電子部品１５との間に隙間Ａを形成した場合を例に挙げて説
明したが、第１の電子部品１４の面１４Ａと第２の電子部品１５の面１５Ａとが接触する
ように、第１及び第２の電子部品１４，１５を配置してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明は、複数の電子部品の内蔵した電子部品内蔵基板及びその製造方法に適用できる
。
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【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】従来の電子部品内蔵基板の断面図である。
【図２】従来の電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その１）である。
【図３】従来の電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その２）である。
【図４】従来の電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その３）である。
【図５】従来の電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その４）である。
【図６】従来の電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その５）である。
【図７】従来の電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その６）である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の断面図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図である
。
【図１０】本発明の第１の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図であ
る。
【図１１】本発明の第１の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図であ
る。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
１）である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
２）である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
３）である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
４）である。
【図１６】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
５）である。
【図１７】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
６）である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
７）である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
８）である。
【図２０】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
９）である。
【図２１】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
１０）である。
【図２２】本発明の第１の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
１１）である。
【図２３】本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の断面図である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態の第１変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図であ
る。
【図２５】本発明の第２の実施の形態の第２変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図であ
る。
【図２６】本発明の第２の実施の形態の第３変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図であ
る。
【図２７】本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
１）である。
【図２８】本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
２）である。
【図２９】本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
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【図３０】本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
４）である。
【図３１】本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
５）である。
【図３２】本発明の第２の実施の形態に係る電子部品内蔵基板の製造工程を示す図（その
６）である。
【図３３】本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の断面図であ
る。
【図３４】本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の製造工程を
示す図（その１）である。
【図３５】本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の製造工程を
示す図（その２）である。
【図３６】本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の製造工程を
示す図（その３）である。
【図３７】本発明の第２の実施の形態の第４変形例に係る電子部品内蔵基板の製造工程を
示す図（その４）である。
【符号の説明】
【０１４５】
　１０，７０，７５，８０，９０，１００，１０５，１１０，１３０　電子部品内蔵基板
　１１　第１の配線基板
　１２　第２の配線基板
　１４，８１　第１の電子部品
　１４Ａ，１５Ａ，３５Ａ，３５Ｂ，４７Ａ，４７Ｂ，７６Ａ，８１Ａ　面
　１５，７６　第２の電子部品
　１６，９２　樹脂部材
　１６Ａ，９２Ａ　上面
　１６Ｂ，９２Ｂ　下面
　１８　貫通孔
　１９　貫通電極
　２２，９６，９７，１３１，１３２　ソルダーレジスト層
　２２Ａ，２２Ｂ，９６Ａ，９７Ａ　開口部
　２４　第１の外部接続端子
　２５　第２の外部接続端子
　２８，２９　バンプ
　３１，３２　はんだ
　３５，４７　配線基板本体
　３７～３９，５１～５３　配線パターン
　４２，４４，５６，５７　パッド部
　６１，６３　電極パッド
　７１　第１のアンダーフィル樹脂
　７２　第２のアンダーフィル樹脂
　８５　第１の貫通部
　８７，１２５　積層体
　９３　第１の導電性ボール
　９４　第２の導電性ボール
　１２２　第２の貫通部
　Ａ　隙間
　Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ　厚さ
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